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2.12. Układanie płytek na podłogach i ścianach 
 
2.12.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ułożonych płytek na 
podłogach i ścianach  w ramach przebudowy  i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Swędzieniejewice, gmina  Zapolice. 
  
2.12.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w punkcie 2.12.1. 
 
2.12.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wg zakresu określonego poniżej: 
– przygotowanie podłoża, 
– ułożenie gresu na podłogach, 
– ułożenie glazury na ścianach. 
 
2.12.4. Wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż  +5 o C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
2.12.4.1 Wykonanie posadzek z płytek 
Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Wykonanie okładzin 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 
przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 
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płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 
10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, 
jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem 
(wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny  
i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
2.12.5. Materiały 
Pełny zakres materiałowy ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym. 
Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 
2.12.6. Sprzęt 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
2.12.7. Transport – według punktu 1.7.( wymagania ogólne) 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
2.12.8. Obmiar robót 
Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz niniejszego 
opracowania : Część I — Wymagania ogólne. 
 
2.12.9. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji: Część I— Wymagania ogólne 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
 
2.12.10. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: Część I-
Wymagania ogólne. 
 
2.12.11. Przepisy związane 
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 
zapraw do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
34. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
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43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – 
Właściwości i wymagania. 
Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zmianami). 
 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
 


